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Settore 2:

Microelettronica e Semiconduttori

• Componenti del Gruppo di lavoro
• STMicroelectronics (coordinatore)

• MICRON

• CENTRO RICERCHE FIAT

• ERICSSON

• SELEX ES

• VENETONANOTECH
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World Wide global semiconductors sales

Source: WSTS
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Global MEMS sales
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La microelettronica nella piramide dei valori
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Da dove veniamo?
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Le strategie: Moore’s Law and More

14 nm 

10 nm 
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Fra i prossimi temi: Smart Grid, Smart Home, Smart City 
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Fra i prossimi temi: protezione della salute
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Fra i prossimi temi: internet delle cose

Source: Sensor ID
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Le Tecnologie Prioritarie

Tecnologia Prioritaria 1 
Integrazione di sistemi elettronici su silicio

Tecnologia Prioritaria 2 
Tecnologie per applicazioni fotovoltaiche

Tecnologia Prioritaria 3 
Tecnologie per materiali alternativi al silicio

Tecnologia Prioritaria 4
Tecnologie di Integrazione eterogenea

Tecnologia Prioritaria 5
Tecnologie per sensori

Tecnologia Prioritaria 6 

Silicon Photonics
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?
Memorie 
resistive

Memorie 
verticali

Memorie magnetiche

Memorie a cambiamento di fase•Aumento di capacità e riduzione costi sono stati ottenuti 
sinora riducendo le dimensioni delle celle di memoria.

•Limiti fisici e tecnologici rendono difficile continuare su 
questa strada. Radicali innovazioni sono necessarie.

•Unica alternativa in produzione: la memoria a 
cambiamento di fase, sviluppata in Italia.

TP1: Memorie Non Volatili



13

TP1: Piattaforme multifunzionali BCD

Source: Bosch

BCD  Bipolare (analogica) + CMOS (logica)+ DMOS (potenza)
Nodo litografico: oggi 110 nm  domani 90 nm
Tensione di alimentazione: fino a 800V  domani 1200 V 
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TP1: Piattaforma multifunzionale CMOS con NVM

Source: Kilopass Technology

Nodo litografico: oggi 65 nm  domani 45 nm
Tensione di alimentazione: 3,3/5/30 V
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Source: EHM

TP1: Soluzioni CMOS ad alta efficienza

Virtual presence

Virtual education

Virtual healthcare

Connessione uomo-macchina

Connessione macchina-macchina

esplosione della richiesta di connettività necessità di capacità di banda delle reti
basso consumo, velocità, integrazione…
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Sistemi a concentrazione solare su selezione
spettrale

TP2: Applicazioni fotovoltaiche

Rosso: Ge; Verde: GaAs; Blu:InGaP

Giunzione ottimizzata per le tre bande spettrali: efficienza  >35%
Prossimo traguardo:  >50%
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Tecnologie per SiC e GaN

TP3: Materiali alternativi al silicio

Alto gap, tenuta in tensione, conducibilità, stabilità termica, capacità in 
frequenza (microonde, radar…)
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TP4: Integrazione eterogenea

Integrazione 3D di componenti passivi, elettromeccanici, di sistema

Source: ST

NEM: Nano Electro-Mech. Switch
Source: Sematech

Source: IBM



19

TP4: Integrazione eterogenea

Advanced Packaging for High 
Power Devices (composite 
materials,  heat-pipes, active 
cooling systems, …)

3D Packaging (new materials and integration
processes, microwave design, photonics)

Co-packaging componentistica
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Sensori: interfacciano l’ambiente

TP5: Sensori

• Sensori di movimento (MEMS inerziali) e posizione: ACC, GYR. MAG, PS
• Sensori ambientali: pressione, umidità, temperatura
• Microfoni microlavorati
• Microattuatori: µpompe, µmirrors (picoproiettori integrati)
• Sensori ottici: usi militari (esplosivi), sorveglianza, 3D-imaging
• Sensori bio: analisi DNA, proteiche, virali…
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TP5: Sensori

• Consumer: cells, tablets, pc, giochi…
• Fitness: pedometro, performance monitoring…
• Home: shock detection (elettrodomestici, allarmi…)
• Auto: airbag, stabilità, antifurto, tracking (blackbox)….
• Medical: monitoraggio remoto, riabilitazione, diagnostica….
• Industrial: robotica, sismica, edilizia… 
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TP5: Sensori
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TP5: Sensori
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TP5: Sensori
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TP5: Sensori
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TP6: Silicon Photonics

Integrazione ibrida elettronica/ottica e sottosistemi optoelettronici e fotonici

Integrazione di componenti
ottici e fotonici con piattaforme 
CMOS su substrati SOI per superare 
il limite fisico della trasmissione 
elettrica su distanze >50 cm con 
rate >20 Gbs.   



27

TP6: Silicon Photonics

Microring resonators
LiNbO3 Photonic Crystals

Source: Selex ES
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Grazie a tutti
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l’attenzione e

la pazienza


